











とよ た ひろ みち
名豊田洋通
博士の専攻分野の名称 博士(工学)
学位記番号第 1 5 5 9 4 号
学位授与年月日 平成 12 年 4 月 27 日








































す影響を考慮して接触角を測定している。さらに、 W 基板上の液体金属 (Au， Ag, Cu) の接触角の測定から、
本実験の有効性を明らかにしている。
(2) 種々の材料の組み合わせで濡れ性および原子拡散を測定し、従来の結果に反する新たな知見を得ている。まず、
W基板上の液体金属 (Au， Ag, Cu) の接触角は小さく濡れ性が良いことを示している。特に、 Ag の場合は
Ar イオンスパッタリングによる清浄化の効果が顕著であり、従来の実験結果に反して良く濡れることを示して
いる。次に、これまでし、かなる炭素系基板に対しても原子拡散すると考えられてきた液体 Fe が、 HOPG
(0001) 表面では内部へ原子拡散を起こさないことを見出している。
(3) 非経験的分子軌道計算を行い、 W クラスターモデルと Au， Ag, Cu 原子の結合エネルギーの計算値とW基板上




状炭素、 HOPG (0001))基板と液体金属 (Au， Ag, Cu, Al, Fe) の原子拡散現象の原因を解析している。エ
チレンモデルと金属原子聞の断熱ポテンシャルおよびボンドポピュレーションを計算し、金属原子吸着時のエチ
レンモデルの炭素原子間結合強度と、原子拡散の実験結果とを比較している。その結果、液体 Al， Fe の炭素系
基板内部への原子拡散の主要因が、液体 Al， Fe の p 軌道と基板原子聞の反結合性軌道との混成によって生じる
軌道が電子に占有され、基板原子問結合が弱まることであることを明らかにしている。本解析では非常に小さい
モデルを使用しているにも関わらず、原子拡散の初期過程が把握できているといえる D
以上のように、本論文は濡れ性および原子拡散の測定結果を、電子論により理論的に説明することで、今までにな
い新たな知見を多数導いている。また、本論文により提案された実験方法および理論的解析方法は、表面・界面の付
着性や密着性といった物理現象を理解するための基礎的な手段となり、精密科学、表面科学の分野において新知見を
与えるとともに、機械工学や半導体工学の発展に寄与するところが大きし、。よって本論文は博士論文として価値ある
ものと認める。
ヴ
t
aιI 
